
PTFE玻纤布覆铜箔板F4BM、F4BME

产品介绍

产品特点

本产品采用玻纤布、聚四氟乙烯树脂和聚四氟乙烯薄膜经科学配制和严格工艺压制而成。其电气性能比F�B
有一定提高，主要是介电常数范围更宽、介质损耗低、绝缘电阻值增大、性能更稳定，能替代国外同类型产
品。
F�BM和F�BME介质层相同，但搭配使用的铜箔不同：F�BM搭配ED铜箔，适用于无PIM指标的应用；F�BME
搭配反转RTF铜箔，具有优良的PIM指标、更精准的线路控制、更低的导体损耗。
F�BM与F�BME通过调节聚四氟乙烯与玻纤布之间的比例精准调节介电常数，既实现低损耗，又增强了材料
尺寸稳定；介电常数越高，其玻纤比例也越高，因此尺寸稳定性更好、热膨胀系数更低、温飘更好、介质损耗
相比增加。

◈  DK�.��～�.�可选，DK可定制  
◈  低损耗
◈  F�BME搭配RTF铜箔，具有优良的PIM指标  
◈  尺寸多样化，节约成本
◈  抗辐照、低排气  
◈  商业化、大批量、高性价比

典型案例

◈  微波、射频、雷达
◈  移相器，无源器件
◈  功分器、耦合器、合路器
◈  馈电网络、相控阵天线
◈  卫星通信、基站天线
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�. 介电常数（典型值）测试为材料Z方向，采用GB/T �����-����或IPC-TM��� �.�.�.�带状线法测试；
�. 其他性能测试采用或参照IPC-TM-���或GBT����-����规定的试验方法测试；
�. 所有测试数据为典型测量数据，旨在帮助客户选材，无意且不构成任何明示或隐含的担保，也不确保客户在特定场合
中达到该数据表中所有性能，请客户负责验证确定旺灵材料在每项应用中的适应性。

产品技术参数

介电常数（典型值） ��GHz �.�� �.� �.�� �.��/

/ ±�.�� ±�.�� ±�.�� ±�.��/

��GHz �.��� �.��� �.���� �.����/

��GHz �.���� �.���� �.���� �.����/

介电常数公差

损耗因子（典型值）

-��ºC～���ºC -��� -��� -��� -���PPM/℃

� OZ  F�BM ＞�.� ＞�.� ＞�.� ＞�.�N/mm

� OZ  F�BME ＞�.� ＞�.� ＞�.� ＞�.�N/mm

介电常数温度系数

抗剥强度

���℃，��s，�次 不分层 不分层 不分层 不分层热应力

��±�℃，��小时 ≤�.�� ≤�.�� ≤�.�� ≤�.��%吸水性

常温 �.�� �.�� �.�� �.��g/cm�密度

高低温箱 -��～+��� -��～+��� -��～+��� -��～+���℃长期使用温度

Z方向 �.�� �.�� �.�� �.��W/(M.K)热导率

只适应于F�BME ≤-��� ≤-��� ≤-��� ≤-���dBcPIM值

/ V-� V-� V-� V-�UL-��阻燃性

/ PTFE，玻纤布
F�BM搭配ED铜箔，F�BME搭配反转RTF铜箔/材质成分

常  态 ≥�×��� ≥�×��� ≥�×��� ≥�×���MΩ.cm

常  态 ≥�×��� ≥�×��� ≥�×��� ≥�×���MΩ

�KW，���V/s ＞�� ＞�� ＞�� ＞��KV/mm

�KW，���V/s ＞�� ＞�� ＞�� ＞��KV

-�� º～���ºCX Y方向

Z方向

��,�� ��,�� ��,�� ��,��ppm/ºC

-�� º～���ºC ��� ��� ��� ���ppm/ºC

体积电阻率

表面电阻

电气强度（Z方向）

击穿电压（XY方向）

热膨胀
系数

产品特性 测试条件 单位
F�BM��� F�BM��� F�BM��� F�BM���

F�BME��� F�BME��� F�BME��� F�BME���

产品型号/数据
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产品型号/数据产品技术参数

≥�×��� ≥�×��� ≥�×��� ≥�×��� ≥�×���MΩ常  态表面电阻

＞�� ＞�� ＞�� ＞�� ＞��MΩ�KW，���V/s电气强度（Z方向）

＞�� ＞�� ＞�� ＞�� ＞��KV�KW，���V/s击穿电压（XY方向）

��,�� ��,�� ��,�� ��,�� ��,��ppm/ºC-�� º～���ºCX Y方向
热膨胀系数

��� ��� ��� �� ��ppm/ºC-�� º～���ºCZ方向

不分层 不分层 不分层 不分层 不分层���℃，��s，�次热应力

≤�.�� ≤�.�� ≤�.�� ≤�.�� ≤�.��%��±�℃，��小时吸水性

�.�� �.�� �.�� �.�� �.��g/cm�常  温密度

-��～+��� -��～+��� -��～+��� -��～+��� -��～+���℃高低温箱长期使用温度

�.�� �.�� �.�� �.�� �.��W/(M.K)Z方向热导率

≤-��� ≤-��� ≤-��� ≤-��� ≤-���dBc只适应于F�BMEPIM值

V-� V-� V-� V-� V-�UL-��/阻燃性

PTFE，玻纤布
F�BM搭配ED铜箔，F�BME搭配反转RTF铜箔//材质成分

≥�×��� ≥�×��� ≥�×��� ≥�×��� ≥�×���体积电阻率 常  态 MΩ.cm

产品特性 测试条件

��GHz

单位

/ �.�� �.�� �.�� �.�� �.�

/ / ±�.�� ±�.�� ±�.�� ±�.�� ±�.��

��GHz / �.���� �.���� �.���� �.���� �.����

��GHz / �.���� �.���� �.���� �.���� �.����

-�� º～���ºC

� OZ  F�BM

� OZ  F�BME

PPM/℃

N/mm ＞�.�

＞�.�

＞�.�

＞�.�

＞�.�

＞�.�

＞�.�

＞�.�

＞�.�

＞�.�N/mm

-��� -��� -�� -�� -��

F�BM���

F�BME���

F�BM���

F�BME���

F�BM���

F�BME���

F�BM���

F�BME���

F�BM���

F�BME���

介电常数（典型值）

介电常数公差

损耗因子（典型值）

抗剥强度

介电常数温度系数
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厚度（mm）

公差（mm）

厚度（mm）

公差（mm）

厚度（mm）

公差（mm）

型号

F�BM***－CU

F�BME***－CU

F�BM***－AL

F�BME***－AL

金属基

紫铜/黄铜

铝基

比重

�.�

�.�

热导率

���

���

铜基或铝基
可提供厚度

mm

�.��，�.��，�.��
�.��，�.��，�.��
其他厚度联系

制定

金属基厚度公差
mm

＋�.��，－�.��

可提供尺寸
mm

���×���
���×���
其他尺寸
联系我司

可提供厚度及公差（以下为常规厚度，非常规厚度联系我司定制）：

可提供常规尺寸：

���×���mm      ���×���mm        ���×����mm      ���×����mm     ����×����mm

F�BM与F�BME系列铝基/铜基板：

该系列产品可以提供衬铝基或衬铜基材料，即介质层一面覆铜箔，另一面介质层覆上铜基或铝基，起到屏蔽或散热作用，

型号为F�BM***－AL、F�BME***－AL、F�BM***－CU、F�BME***－CU。

可选铜箔：

F�BM搭配ED铜箔，可选厚度：�.�OZ（�.���mm）,�OZ（�.���mm），�.�OZ（�.��mm），�OZ（�.��mm）

F�BME搭配反转RTF铜箔，可选厚度：�.�OZ（�.���mm）, �OZ（�.���mm）

非常规可制定尺寸（特殊尺寸与我司联系）：

备注：厚度≥�.�mm或≤�.�mm时，尺寸不能超过���×���mm

���×���mm      ���×���mm        ���×���mm       ���×���mm      ����×����mm

型号例举：
F�BM���－AL 代表F�BM���的覆铝基板材    
F�BME���－CU 代表F�BME���的覆铜基板材

介电常数≤�.��时，最薄可提供介质厚度为�.�mm，介电常数�.�～�.�时，最薄可提供介质厚度为�.�mm。

以下厚度是含铜总厚度或介质厚度，均可生产，请客户下单时注明是〝含铜总厚度 〞还是〝介质厚度〞。

�.�（介厚） �.���（介厚） �.� �.�� �.� �.��� �.���

±�.�� ±�.�� ±�.�� ±�.�� ±�.�� ±�.�� ±�.��

�.� �.� �.� �.��� �.��� �.� �.�

±�.�� ±�.�� ±�.�� ±�.�� ±�.�� ±�.�� ±�.��

�.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.�

±�.�� ±�.� ±�.� �.�� ±�.�� ±�.�� ±�.�
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